IBM CHO RA MAT CHIP 3D PAU TIEN

Micron, mét trong nhitng hdng sén xudt chip lén nhét the giéi s& bét dau sdn xudt mét bé nhé
m&i, bang céch st dung cdng nghé silicon vias (TSVs). Day la ky thudt ba chiéu, cho phép x&p
chdng cdc chip lén va ndi véi nhau qua nhitng duong truyén theo phuong thdng ding (vias).
Micron, mét trong nhitng hdng sén xudt chip |én nhét the gisi s& bét dau sdn xudt mét bé nhé
m&i, bang céch st dung cdng nghé silicon vias (TSVs). Day la ky thudt ba chiéu, cho phép x&p
chdng cdc chip lén va ndi véi nhau qua nhitng duong truyén theo phuong thdng ding (vias).

>>> IBM cdng b chip vi mach dya trén bd ndo nguoi

Céng nghé sdn xudt chip tién tién nay cho phép bd nhé lai (HMC) dat t6c d6 nhanh gép 15 lan so
véi cdng nghé hién nay.

B& nhé 3D s& duogc sdn xudt tai try s& nghién cdu cda IBM & Déng Fishkill, NewYork, su dung quy
trinh cng nghé high-K metal 32nm cda céng ty.

Coéng nghé 3D méi cba IBM dugc st dung dé két ngi céc vi mach 3D, sé la

nén tdng san xudt thuong mai céc khdi bé nhé méi. (Nguén: physorg.com)

HMC s dung céng nghé tién tién TSVs - 8ng dan doc két néi dién cla céc chip riéng 1& dé tao nén
hiéu sudt cao phu hop véi DRAM. HMC cung cép bang théng va higu sudt vuot xa khé néng cda
thiét bi hién hanh, déng thoi ciing doi héi ndng luong it hon 70% dé chuyén di ligu - chi bang
10% so v&i bd nhé thong thuong.

HMC s& tgo ra mét thé hé chip méi véi nhiéu Gng dung khac nhau, ti két ndi mang quy mé 1én téi
tinh todn hiéu néing cao, ty déng héa céng nghiép va sén pham tiéu dung.

"Ddy la cét mSc quan trong trong nganh céng nghiép dé sdn xuét chat ban dan 3D", Subu lyer
thudc IBM cho biét. "Ching 16i s& tung ra nhirng t'ng dung vuot ra ngodi bd nhé théng thuéng,
phuc vy cdc nganh cdng nghiép khdc trong vai ndm 16i, con chip céng nghé 3D s& mang lai céc
san phdm tiéu dung va ching ta ¢é thé thdy duoc nhirng cdi thién manh mé trong thoi gian su
dung pin va chic néing cda thiét bi".



